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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2014-41553(P2014-41553A)
【公開日】平成26年3月6日(2014.3.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-012
【出願番号】特願2012-184533(P2012-184533)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   1/20     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/427    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３６０Ｃ
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３１２Ｅ
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３６０Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  23/46    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱くなる部品と、
　前記部品から熱を受ける第１領域と、該第１領域よりも低温になる第２領域とを含む壁
を有し、前記部品が収容された筐体と、
　前記第１領域と前記第２領域とに亘り前記壁に取り付けられ、前記壁の内面よりも表面
が前記部品に近くなるように設けられたヒートパイプと、
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　請求項１の記載において、
　前記壁の内面は、溝が設けられ、
　前記ヒートパイプは、前記溝に取り付けられた電子機器。
【請求項３】
　請求項１または請求項２の記載において、
　前記ヒートパイプの厚さは、前記壁の厚さよりも薄い電子機器。
【請求項４】
　請求項１または請求項３の記載において、
　前記筐体に収容されたファンをさらに備え、
　前記第２領域は、前記ファンに向かう風が通る吸気孔が設けられて前記風によって冷却
される電子機器。
【請求項５】
　請求項１または請求項４の記載において、
　前記ヒートパイプの太さよりも大きな外形を有し、前記第１領域で前記壁の内面に取り
付けられた熱拡散部材をさらに備えた電子機器。
【請求項６】
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　請求項１または請求項５の記載において、
　前記ヒートパイプの太さよりも大きな外形を有し、前記第２領域で前記壁の内面に取り
付けられた熱拡散部材をさらに備えた電子機器。
【請求項７】
　請求項１または請求項６の記載において、
　前記部品と前記第１領域との間に位置した断熱部材をさらに備えた電子機器。
【請求項８】
　熱くなる部品と、
　前記部品から熱を受ける第１領域と、該第１領域よりも低温になる第２領域とを含む壁
を有し、前記部品が収容された筐体と、
　少なくとも一部が前記第１領域と前記第２領域とに亘り前記壁に埋められたヒートパイ
プと、
　を備えた電子機器。
【請求項９】
　請求項８の記載において、
　前記壁の内面は、前記ヒートパイプの厚さに対応した深さの溝が設けられ、
　前記ヒートパイプは、前記溝に取り付けられ、前記ヒートパイプの表面は、前記壁の内
面と略同一平面上に位置した電子機器。
【請求項１０】
　請求項８の記載において、
　前記ヒートパイプは、前記壁の中に埋め込まれ、前記筐体の内部には露出されていない
電子機器。
【請求項１１】
　熱くなる部品と、
　前記部品から熱を受ける壁を有し、前記部品が収容された筐体と、
　前記筐体に収容されたファンと、
　前記壁に取り付けられた第１部分と、前記ファンから風を受ける第２部分とを有したヒ
ートパイプと、
　を備えた電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　一つの実施形態によれば、電子機器は、熱くなる部品と、前記部品が収容された筐体と
、ヒートパイプとを備える。前記筐体は、前記部品から熱を受ける第１領域と、該第１領
域よりも低温になる第２領域とを含む壁を有する。前記ヒートパイプは、前記第１領域と
前記第２領域とに亘り前記壁に取り付けられ、前記壁の内面よりも表面が前記部品に近く
なるように設けられている。
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